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(스핀공학물리연구팀, 現연구장비개발부)는

친수성 에폭시 내 소수성 질화 붕소의 분산성을

개선할 수 있는 표면개질 방법을 개발하여 열전도

흐름을 향상시킴으로써 에폭시 방열 접착제의

열전도 효과를 극대화함.

이번 연구로 제조한 방열 접착제는 기존

에폭시보다 약 10배 높은 2.11W/m.K의

열전도도를 달성하였고, 벤질 알콜을 이용해

질화 붕소의 표면 개질을 비교적 쉽고 간단하게

할 수 있어 산업현장에서의 대량 생산도 가능함. 

또한, 사용한 벤질 알콜 용매를 재활용할 수 있어

제조적/환경적 비용을 절감할 수 있음. 

연구내용

기대효과

이번 연구에 의한 방열 필러 개질방법은 기존의

수산화나트륨을 사용한 질화 붕소 표면 개질법을

대체할 수 있으며, 향후 방열 접착제 연구 개발에

다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대함.
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[그림2] 표면개질된질화붕소를사용하여제조한열전도성
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[그림1] Thernal Interface Material(TIM)을사용한열전달효과


